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Att bearbeta ett fdremals yta eller belagga densamma med en tunn film, i syfte att ge 
foremalet forbfittrade egenskaper, fir ett sedan lange kfint forfarande. 
Forutom att ytbehandling anvands for rena dekorativa tillfimpningar, ytbehandlas 
bl.a. verktyg, maskinelement och elektroniska komponenter. Dessutom anvands dy- 
lika behandlingar i medicintekniska och optiska sammanhang. 

Flertalet ytbehandlingsprocesser sker under vakuum. Exempel pa sadana processer ar 
s.k. PVD, CVD och sputtring for bl.a. rengoring av ytor. 

I teknikens standpunkt finnes s.k klustersystem fbr ytbehandling av substrat under 
vakuum, vilket innefettar en robot fdr forflyttning av substratet mellan ett antal pro- 
cesskamrar, i vilka respektive ytbehandlingsprocess sker. En sadan robot maste be- 
tjana systemets processkamrar sekventiellt, vilket begrfinsar systemets effektivitet 
En robot av dylikt slag kan involvera avancerad elektronik och mjukvara. Dessutom 
hgger det med klustersystem, en eventuell svarighet i, att & tiden som respektive 
substrat befinner sig i vakuum, att bli densamma for alia substrat. En del klustersy- 
stem fir konstruerade att endast kunna hantera en sorts substrat och om systemet 6ns- 
kar behandla andra typer av substrat krfivs en omstallning av systemet som kan vara 
svar och kostsam att genomfora. 

Andamalet med foreliggande uppfinning fir att astadkomma en anordning fdr fbrbfitt- 

i anordningen innefattande kamrar. 

Detta findamal uppnfis vid en anordning av inledningsvis namnt slag, dfirigenom att 
uppfinnmgen har de kfinnetecknande dragen enligt patentkrav 1 . 

I den uppfinningsenliga anordningen sker dessutom flertalet ytbehandlingsprocesser 
parallellt, vilket effektiviserar ytbehandlingen i jamfdrelse med teknikens stind- 
punkt Ytterligare en fbrdel uppnas med den foreliggande uppfinningen, i och med 
att den i anordningen totala ytbehandlingstiden blir lika ling for alia substrat. 



Ett fSredraget utfSrande av den uppfinningsenliga anordningen skall i det foljande 
fSrklaras mer i detalj med hanvisning till bifogade ritning dar: 



figur 1 schematiskt visar ett fSredraget utfSrande av anordningen i toppvy och 

figur 2 schematiskt visar en genomskarning av anordningen i figur 1 i tva lagen, var- 
vid den vanstra delen skildrar ett fSrsta Ifige och den hSgra delen ett andra lfige. 

Anordningen innefattar ett hus 1, vilket har en ovre- och en undre hushalva 6, 7, 
mellan vilka en revolver 9 fir vridbart lagrad. I ett fSredraget utfbrande innefattar 
hushalvoma 6, 7 symmetriskt fSrdelade, mot varandra vanda och sammanfallande 
urtag 8, med fSretrfidesvis samma dimensionering, vilka utg6r kamrar 2-5. Av kam- 
rarna 2-5 utgSr en vakuumslusskammare 2 at resterande kamrar 3-5, vilka utgfir pro- 
cesskamrar, sasom askadliggjorts i figur 1. Anordningen ar fSrsedd med en extern 
vakuumkalla, exempelvis en vakuumpump som kommunicerar med kamrarna 2-5, 
genom en 6ppning, (ej visad pa ritningen) i respektive kammare, vilken Si sa utfor- 
mad att kamrarna endast 3r i forsumbar kommunikation med varandra. 

I figur 2 ses att hushalvoma 6, 7 3r inrattade att inta endera av tva lagen, varav de i 
det fSrsta laget ar i kontakt med revolvern 9, vilken da Sr fbrhindrad att vridas. I det 
andra lSget Sr hushalvoma atskiljda fran revolvern 9 sa att derma Mr vridbar. Mellan 
hushalvoma verkar hydraulorgan 12, exempelvis cylindrar, vilka fir inrattade att med 
hydraulkraft, askadliggjort av en pil 13, fbrsfitta hushalvoma 6, 7 i det andra laget. 
Vidare fir 6vre- och undre hushalvan 6, 7 inrattade att aterga till det fdrsta lfiget nfir 
hydraulkraften ej lfingre verkar pa hushalvoma 6, 7. Saledes forsfitts ovre- och undre 
hushalva 6, 7 i forsta laget under inverkan av endast atmosfdrstryck, askadliggjort av 
en pil 14, vilket innebfir att ingen extern kraft behfiver tillfSras. 

Revolvern 9 innefattar i ett fSredraget utfbrande genomgaende urtagningar 10 ord- 
nade sa att vid vridning, illustrerad av en pil 1 1 , av revolvern 9 till forutbestamda 
vridningslfigen, sammanfaller urtagen 10 med urtagen 8. De genomgaende urtag- 
ningaraa 10 fir utformade efter de substrat, vilka fir avsedda att ytbehandlas. 



Revolvern 9 &r inrattad art vara utbytbar mot en revolver med en annari utformning 
av urtagen 1 0 fbr ytbehandling av substrat med annan dimensionering. 



I figur 2 ses art hushalvorna 6, 7 Sr inbdrdes fbrenade med ett tatande flexibelt organ 
15, fbretrSdesvis en metallbaig, vilken ar inriittad att tata husets 1 inre utrymmen mot 
atmosfaren. Vakuumslusskammaren 2 ar forsedd med dynamiska tatningsorgan 16, 
exempelvis O-ringar, vilkaperiferiellt omger kammaren 2. Dessa komprimeras, nar 
hushalvorna 6, 7 3r i fbrsta laget och tatar darmed vakuumslusskammaren 2 gentemot 
fivriga huset 1 samt mot revolvern 9. Detta medfdr att vakuumslusskammaren 2 ar 
oppningsbar mot atmosf&ren, samt med vakuumkallan evakuerbar, utan att stdra va- 
kuumet i dvriga delar av huset 1 . 

Taming i processkamrarna 3-5 erhalles med den kraft som endast atmosfarstrycket 
anbringar nar husets 1 inre utrymmen ar under vakuum och hushalvorna ar i f&rsta 
laget. Tatningen kan i ett alternativt utfbrande sakerstailas genom att processkam- 
rarna 3-5 fdrses med tatningsorgan 16, av ovan namnt slag, vilkaperiferiellt omger 
processkamrarna 3-5 och tatar gentemot Svriga huset 1 samt mot revolvern 9. 

Vid ytbehandling av substrat, vilken delats upp i ett antal ytbehandlingsprocesser, 
placeras saledes ett fdrsta substrat i ett urtag 10 i revolvern 9 i vakummslusskamma- 
ren 2, varpa denna stangs och evakueras medelst vakuumkallan. Darefter separeras 
6vre- och undre hushalvan 6, 7, enligt ovan namnda forfarande, varpi revolvern 9 
vrides, vilket medfbr att substratet hamnar i processkammare 3. Efter att hushalvorna 
6, 7 bringats samman, sker en fiJrsta ytbehandlingsprocess i processkammaren 3, 
fdrslagsvis rengdring av ytan med t.ex. RF sputtering, pulsad sputtering i gasatmo- 
sfar eller metalljonetsning, van metalljonema kan vara skapade av exempelvis arc- 
fSmngning. 



Vakuumslusskammaren 2 ar isolerad fran 6vriga delar av huset 1 och ar dppningsbar 
samt evakuerbar medan ytbehandlingsprocesser pagar i husets 1 ovriga kamrar 3-5. 
Detta medfiJr att ett andra substrat kan placeras i ett urtag 1 0 i revolvern 9 i vakuum- 
slusskammaren 2. Denna vakuumpumpas, under det att det fdrsta substratet ar under 
en ytbehandlingsprocess i processkammare 3. 



Efter det att ytbehandlingsprocessen i processkammaren 3 ar utford, separeras hus- 
halvoma 6, 7 pa nytt, varpa revolvern 9 aterigen vrides och placerar substraten i nast- 
fffljande kammare. I fallet ovan nar det fbrst infbrda substratet processkammare 4, 
och det andra substratet nar saledes processkammare 3. Efter att hushalvoma 6, 7 
bringats samman, utfdres respektive ytbehandlingsprocess i respektive processkam- 
mare. I processkammare 4 utfbres en ytterligare ytbehandlingsprocess, exempelvis en 
grundbelaggning av substratet med t.ex. en metall, en metallegering eller metail- 
joner. 



Ett tredje substrat placerats i ett urtag 10 i vakuumslusskammaren 2, varpa denna 
vakuumpumpas, under det att ytbehandlingsprocesserna ovan utfbres. Darefter upp- 
repas forfarandet ovan pa nytt, varpa det fbrst infdrda substratet Sr i en tredje pro- 
cesskammare 5, dar anyo en ytbehandlingsprocess sker, exempelvis en toppbelagg- 
ning, av tex. oxid. De efterfdljande substraten nar saledes samtidigt som det forst 
inforda substratet nar processkammare 5, nSstfoljande kammare i huset 1 . 

Efter ytterligare en vridning av revolvern 9 har saledes det fbrst i huset 1 infdrda 
substratet genomgatt respektive processkammares 3-5 ytbehandlingsprocess och nar 
ater vakuumslusskammaren 2. Det fbrst infbrda substratet plockas ut och ett femte 
substrat introduceras huset 1, vilket medfdr att det darmed ar substrat i alia kamrar 2- 
5 och att ytbehandlingsprocesser sker paraUellt i samfliga processkamrar 3-5. 

Anordningen ar inrattad att genomfdra flertalet olika ytbehandlingsprocesser. Exem- 
pelvis ar substratet belaggningsbart med i start sStt aUa metaller i det periodiska sy- 
stemet samt legeringar av dessa. Da kamrarna Sr i fbrsumbar kommunikation med 
varandra kan plasma anvandas for detta Sndamal och dessutom kan gaser anvandas 
fdr att belSgga substratet med nitrider, borider, oxider och karbider. Dessutom kan 
anordningen belSgga substrat med flertalet kemiska fSreningar, legeringar samt mul- 
tilager av ovan nSmnda material. 

I det foredragna utfdrandet av uppfinningen har hushalvoma 6, 7 mot varandra vanda 
och sammanfallande urtag 8. Ytbehandlingskallorna Sr anordnade i botten av dessa 
urtag 8. Substraten kommer saledes befinna sig pa samma avstand fMn 



ytbehandlingskfillan, vilket underlfittar ffir optimering av olika ytbehandlingspara- 
metrar. Dessutom kan saval urtagen 8 i den fivre- 6 som i den undre hushalvan 7 fdr- 
ses med ytbehandlingskallor sa att substratet genomgar en ytbehandlingsprocess frfin 
tva hill, vilket tar bort det eventuella behovet av att rotera substratet. Om ytbehand- 
lingskallor ar forsedda i saval den fivre- 6 som i den undre hushalvan 7 utnyttjas 
dessutom kfillmaterialet mer effektivt, da den del av materials som inte kondenserar 
pa substratet istfillet kondenserar pa motstaende ytbehandlingskfilla ffir att kunna ate- 
ranvfindas. Det ar for fackmannen lMtt att inse att i ett alternate utforande Sr endast 
en av hushalvorna 6; 7 fdrsedd med urtag 8, vilka kan vara belfigna i savfil den Svre- 
6 som den undre hushalvan 7, varpa urtagen 10 ej behover ha en genomg&ende ut- 
formning. 

Det maste papekas att huset 1 inte fir inskrfinkt till en vakuumslusskammare och tre 
processkamrar, vilket figur 1 visar. I ett alternativt utfdrande av den f&religgande 
uppfinningen tjfinar flertalet kammare som vakuumslusskammare fit resterande 
kammare. Dessutom kan huset 1 fbrses med si manga processkamrar som det fordras 
ytbehandlingsprocesser, varvid det fir ordnat sa att urtagen 10, vid vridning av revol- 
vern 9 till fSrutbestfimt vridningslfige, alltid sammanfaller med urtag 8. For att re- 
volvern 9 ska komma till sin rfitt fordras dock att det finns minst tvfi kamrar, en fdr 
vakuumslussning och en for vald ytbehandlingsprocess. Notera fiven att revolvern 9 
fir inrfittad att vara vridbar sfivfil motsols som medsols, fiven om av figur 2 skiJdrar en 
uppifrfin sett, motsols vridning, fiskfidliggjord av pilen 1 1 . 

Vidare fir det i ett alternativt utforande sa att en eller flera av kamrarna kommunice- 
rar med en separat enskild vakuumkfiUa for en effektivare sfinkning av trycket samt 
for att utesluta risken att gas fors fiver frfin en kammare till en annan. 
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1 . Anordning for utfdrandet av en ytbehandling av ett substrat under vakuum, 
vilken innefattar ett hus (1), vilket har atminstone tva, med atminstone en va- 
kuumkalla kommunicerande kamrar (2-5), av vilka atminstone en Sr inrattad att 
tjana sora en mot atmosfSren oppningsbar vakuumslusskammare (2), i vilken 
substratet ar in- och utforbart for tillgang till resterande kamrar (3-5), 
kannetecknad darav, att huset (1) har en avre- och en undre hushalva 
(6, 7), periferiellt forenade med ett tatande flexibelt organ (15), varav atmin- 
stone en av hushalvorna (6; 7) har atminstone tva symmetriskt fdrdelade urtag 
(8), vilka ar inrattade att utgora atminstone en del av kamrarna (2-5) samt en 
mellan hushalvorna (6, 7) vridbart lagrad revolver (9) som har urtag (10) i vilka 
substratet ar inrattat att placeras, varvid hushalvorna (6, 7) under inverkan av 
ett kraftalstrande organ Sr inrattade att forflyttas fran ett fdrsta lage i vilket hus- 
halvorna (6, 7) genom tatande anliggning med revolvern (9) forhindrar vridning 
av denna, till ett andra lage i vilket 6vre- och undre hushalvan (6, 7) ar atskiljda 
fran revolvern (9) fdr att medge vridning av denna till fdrutbestamda lagen, i 
vilka atminstone ett av urtagen (10) i revolvern (9) atminstone delvis samman- 
faller med en av kamrama (2-5) vilket medger forflyttning av substratet mellan 
kamrarna (2-5). 

20 2. Anord^ngenligt P atentkravlkannetecknaddarav,att6vre-ochundre 
hushalva (6, 7) Sr inrattade att fran det andm laget inta det fSrsta laget nfir det 
kraftalstrande organet ej langre verkar mellan hushalvorna (6, 7). 
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3. Anordning enligt nagot av patentkraven 1-2 kannetecknad darav, att 
saval 6vre- som undre hushalva (6, 7) har mot varandra vanda och samver- 
kande urtag (8) och att urtagningarna (10) i revolvern (9) ar genomg&nde. 

4. Anordning enUgt nagot av patentkraven 1-3 k a n n e t e c k n a d darav, att 
vakuumslusskammaren (2) ar periferiellt fdrsedd med tatningsorgan (16), 



inrattade att tata vakuumslusskammaren (2) gentemot Svriga huset (1) och 
gentemot revolvern (9) nar hushalvoma (6, 7) 3r i sitt ffcrsta lage. 

Anordning enligt nagot av patentkraven 1-4 kannetecknad darav, att 
atminstone en av resterande kamrar (3-5) Si periferiellt fdrsedda med tatnings- 
organ (1 6), inrattade att tata dessa gentemot Svriga huset (1) och gentemot re- 
volvern (9) nar hushalvoma (6, 7) ar i sitt ffirsta lage. 

Anordning enligt nagot av patentkraven 1-5 kannetecknad darav, att 
kamrarna (2-5) ar inrattade att kommunicera med en och samma vakuumkalla. 

Anordning enligt nagot av patentkraven 1-5 kannetecknad darav, att 
atminstone en av kamrarna (2-5) ar inrattad att kommunicera med en vakuum- 
kalla, vilken endast ar inrattad att kommunicera med ovan namnda kammare. 

Anordning enligt nagot av patentkraven 1-7 kannetecknad darav, att det 
tatande flexibla organet (15) ar en metallbalg. 

Anordning enligt nagot av patentkraven 1-8 kannetecknad darav, att 
tatningsorganet (16) ar en O-ring. 

Anordning enligt nagot av patentkraven 1-9 kannetecknad darav, att det 
kraftalstrande organet ar en hydraulcylinder (12). 
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Sammandrae 

F6religgande uppfinning avser en anordning for utforandet av en ytbehandling av 
substrat under vakuura, innefattande ett hus (1) innefattande med vakuumkalla 
kommunicerande kamrar (2-5) av vilka en tjanar som vakuumshiss at resterande 
kamrar daY ytbehandlingsprocesser sker. Huset (1) ar uppdelat i en Svre- och en 
undre hushalva (6, 7) av vilka atminstone en har symmetriskt fordelade urtag (8). 
Mellan hushalvorna (6,7) fir en revolver (9) vridbart lagrad, vilken innefattar 
urtagningar (1 0) i vilka substrat som ska behandlas placeras. Hushalvorna (6,7) ar 
inrattade att vara i tva lagen, varav i det fbrsta laget 3r de fran revolvern (9) atskiljda 
och i det andra laget mot denna i kontakt. Revolvern (9) ar i fbrsta laget inrSttad att 
vridas till fbrutbestSmda vridningslagen varpa hushalvornas (6, 7), respektive 
revolverns (9), urtag sammanfaller i kamrarna (2-5). Vakuumslussen Si oppningsbar 
samt evakuerbar i f8rsta laget utan att stora vakuumet i ovriga delar av huset (1). 
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